
·  Appliance
·  Automotive
·  Consumer Electronics
·  E-Mobility
·  Energy
·  HVAC
·  Industry
·  Automation
·  Lighting
·  Medical
·  Military & Aerospace
·  Power
·  Security & Safety
·  Smart Building
·  Smart City
·  Telecommunications
·  Test & Measurement
·  Transportation
·  IT/Networking

PRODOTTI

 CJTCONN ·
 IDT  · · · ·
 MARVELL  · · · ·
ACTEL ·
ALLEGRO MICROSYSTEMS · · ·
ALTERA ·
AMPHENOL ·
ANALOG DEVICES · · · ·
AVAGO  · · ·
BROADCOM · · ·
CHIPSEA ·
CYPRESS · · · · ·
DIOO  · ·
EPSON ·
EVERLIGHT ·
FREESCALE · · · · · ·
FTDI CHIP ·
GIANTEC SEMICONDUCTOR · ·
GIGADEVICE  ·
HONEYWELL   ·
HONGFA ·
HOSONIC  ·
HOTTECH SEMICONDUCTOR · ·

Mercati applicativi

FUTURETECH COMPONENTS (FTC), fondata nel 2008 e con sede a Singapore, è un
partner globale della supply chain e distributore di componenti elettronici. Opera in Cina,
Hong Kong, Sud-Est asiatico ed Europa. Fornisce componenti tracciabili da canali
autorizzati, soluzioni per parti difficili da reperire e supporta OEM/EMS garantendo
continuità produttiva, ottimizzazione dei costi e accesso ai mercati globali.

SEMICONDUCTORS IP&E interconnection, passive &
electromechanical components
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Futuretech Components Limited

Futuretech Components Limited
Unit D12 On 16th Floor, Jing Ho Industrial Building, Nos.78-84 Wang Lung Street, Tsuen         

Fatturato
millions €

50 ÷ 249.99 Dipendenti 100 ÷ 500

https://www.ftcelectronics.com/    sales@ftcelectronics.com
Branch Address

SostenitoreDistributore



PRODOTTI segue    

INFINEON · · · · ·
INTEL · ·
ISSI ·
IXYS · · · ·
JST ·
KIOXIA ·
LATTICE ·
LINEAR · · ·
LONGSYS ·
MAXIM · · · ·
MEAN WELL  ·
MICREL · · ·
MICROCHIP   · · · ·
MICRON ·
MICROSEMI · · ·
MOLEX   ·
MXIC ·
NUVOTON  ·
NXP · · ·
OMRON ·
ON SEMICONDUCTOR · · · ·
PADAUK ·
PLX ·
PRISEMI · ·
QUALCOMM  · · · ·
REALTEK ·
RENESAS  · · · ·
RICHTEK · · ·
SAMSUNG · · · ·
SANDISK ·
SGMICRO · ·
SILICON LABS · · ·
SIMCOM  ·
SK HYNIX ·
SPANSION ·
STMICROELECTRONICS · · · · ·
TE CONNECTIVITY  · · · ·
TEXAS INSTRUMENT · · · · ·
VISHAY · · · ·
WALSIN · ·
WAYON · ·
WINBOND ·

SEMICONDUCTORS IP&E interconnection, passive &
electromechanical components
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Futuretech Components Limited
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PRODOTTI segue    

XILINX  ·

BATTERIES

SEMICONDUCTORS IP&E interconnection, passive &
electromechanical components
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Altro

Futuretech Components Limited

CO
NN

EC
TO

RS
/S

OC
KE

TS
/

CA
BL

ES


	Blu

